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(57)【要約】
【課題】　凸形状の枠体を設け、印刷版を用いて枠体よ
りも内側に形成された樹脂保護層と、無機保護膜とによ
って封止される有機ＥＬ表示装置の製造方法において、
印刷の際に印刷版と枠体との接触により印刷版から枠体
に異物が転写され、異物が封止不良の原因となる。
【解決手段】　枠体の周囲に、枠体とは離間して、枠体
よりも高い接触防止部を形成し、印刷版と接触防止部と
を接触させることにより印刷版と枠体との接触を防止し
、印刷版から枠体への異物の転写を抑制する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の有機ＥＬ素子が配列された表示領域と、
　前記表示領域を覆う樹脂保護膜と、
　前記樹脂保護膜を覆う無機保護膜と、
を有する有機ＥＬ表示装置の製造方法であって、
　前記表示領域の周囲に枠体を形成する工程と、
　前記枠体の周囲に、前記枠体とは離間して、前記枠体よりも高い接触防止部を形成する
工程と、
　前記枠体で囲われた領域内に樹脂材料を印刷する工程と、
　前記樹脂材料を硬化させて前記樹脂保護膜を形成する工程と、
少なくとも前記樹脂保護膜および前記枠体の表面を連続して覆う無機保護膜を形成する工
程と、
を含むことを特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項２】
　前記無機保護膜を形成する工程の前までに、前記枠体と前記接触防止部との間の前記枠
体を取り囲む領域で前記有機ＥＬ表示装置を構成する無機材料が露出され、前記無機保護
膜を形成する工程で、前記領域において前記無機保護膜と前記無機材料とが接することを
特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機ＥＬ素子を用いた表示装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、フラットパネルディスプレイとして、有機ＥＬ素子を用いた有機ＥＬ表示装置が
注目されている。有機ＥＬ素子は水分や酸素の影響を受けて劣化し易いため、水分等が有
機ＥＬ素子内に浸入するのを防ぐ封止構造が必要である。
【０００３】
　封止構造の１つとして、樹脂保護膜と無機保護膜によって封止する構成が知られている
。この構成において、樹脂保護膜は、有機ＥＬ素子の表面の凹凸を平坦化して無機保護膜
が凹凸によって段切れするのを防止している。また、無機保護膜は、水分浸入経路となる
樹脂保護膜を覆い、水分が有機ＥＬ素子内に浸入するを防止している。
【０００４】
　特許文献１には、印刷法等によって塗布した樹脂材料を硬化させて樹脂保護膜を形成す
る際、硬化前の樹脂材料が想定外の領域へ濡れ広がるのを防ぐため、端部位置決め構造（
本願の枠体に相当、以下枠体と記述）を設ける技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１６４１０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１において、凸形状の枠体を平坦化膜や素子分離膜等の樹脂材料で設け、印刷
版を用いて枠体の内側に樹脂材料を形成する場合、印刷版の非開口部と枠体とが接触して
、印刷版に付着していた異物が枠体に転写される可能性がある。印刷された樹脂材料は枠
体によって堰き止められるため、枠体自体が樹脂保護膜で覆われることはない。従って、
枠体に付着した異物は、無機保護膜のみで覆われることになる。
【０００７】
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　このとき、無機保護膜の膜厚が異物の大きさよりも充分に厚くないと、無機保護膜には
異物による欠陥が生じる。枠体に付着した異物によって無機保護膜に欠陥が生じると、欠
陥から浸入した水分は、枠体および樹脂保護層を介して表示領域の有機ＥＬ素子内へと浸
入しまう。そこで、無機保護膜の膜厚を異物の大きさよりも充分に厚くすると、時間やコ
ストがかかってしまうという問題が生じる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は上記問題を解決するためになされたもので、複数の有機ＥＬ素子が配列された
表示領域と、前記表示領域を覆う樹脂保護膜と、前記樹脂保護膜を覆う無機保護膜と、を
有する有機ＥＬ表示装置の製造方法であって、前記表示領域の周囲に枠体を形成する工程
と、前記枠体の周囲に、前記枠体とは離間して、前記枠体よりも高い接触防止部を形成す
る工程と、前記枠体で囲われた領域内に樹脂材料を印刷する工程と、前記樹脂材料を硬化
させて前記樹脂保護膜を形成する工程と、少なくとも前記樹脂保護膜および前記枠体の表
面を連続して覆う無機保護膜を形成する工程と、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法によれば、印刷版を用いて樹脂保護膜を形成する
際、印刷版と接触防止部とが接触することによって枠体と印刷版とが接触しないため、印
刷版の異物が樹脂保護膜の端部に位置する枠体に転写されることがない。従って、無機保
護膜の膜厚を厚く形成しなくても外部から有機ＥＬ素子への水分等の浸入を抑制すること
ができ、有機ＥＬ表示装置を歩留り良く製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態、実施例１に係る有機ＥＬ表示装置を表す図。
【図２】本発明の実施例１に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法を表す図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　まず、図面を参照しながら、本発明の特徴である接触防止部について説明する。各図面
において、同じ構成要素もしくは対応する構成要素には同じ符号を付し、一度説明した構
成要素について重複する説明は省略する。
【００１２】
　図１は、本発明にかかる製造方法によって製造された有機ＥＬ表示装置の一部分を示す
図で、（ａ）は、上面図（ｂ）のＡ－Ａ´断面を示している。本発明の特徴である樹脂保
護膜１０７、枠体１０９、接触防止部１１０の位置関係を理解しやすくするため、（ｂ）
では一部の無機保護膜１０８を省略して示している。表示領域には、不図示の回路等によ
る表面の凹凸が平坦化膜１０２によって平坦化された基板の上に、第１電極１０３と第２
電極１０６とに挟まれた有機化合物層１０５を有する有機ＥＬ素子が複数配列されている
。複数の有機ＥＬ素子の間には、素子分離膜１０４が設けられている。
【００１３】
　表示領域を取り囲むように凸形状の枠体１０９が設けられ、枠体１０９によって囲まれ
た領域内には樹脂保護層１０７が設けられている。枠体１０９の周囲には、接触防止部１
１０が設けられている。接触防止部１１０は、樹脂保護層１０７を印刷法にて形成する際
に、印刷版の非開口部と枠体１０９とが接触して印刷版に付着していた異物が枠体１０９
に転写されるのを防止するためのものである。従って、接触防止部１１０は少なくとも枠
体１０９よりも高く形成される。
【００１４】
　さらに、枠体１０９と接触防止部１１０との間には、枠体１０９を取り囲むように、平
坦化膜１０２や有機化合物層１０５、素子分離膜１０４などの有機材料が形成されず、無
機材料（不図示）が露出した領域Ｓが形成される。前記無機材料は、不図示の電極層や回
路を保護するための層間絶縁膜など、有機ＥＬ表示装置を構成する無機材料であれば特に
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限定されない。後に樹脂保護層１０７が形成され、樹脂保護層１０７、枠体１０９および
領域Ｓの表面が連続する無機保護膜１０８で覆われると、領域Ｓでは、無機保護膜１０８
と無機材料とが接する。つまり、この領域Ｓでは、水分浸入経路となる有機材料が形成さ
れず、かつ、無機保護膜１０８と無機材料が接している。このような領域Ｓの構成により
、印刷版から接触防止部１１０に異物が転写され無機保護膜１０８に欠陥が生じても、接
触防止部１１０と枠体１０９との間の水分浸入経路を断つことが可能となる。
【００１５】
　続いて、本発明にかかる製造方法と、その製造方法によって形成される表示装置につい
て、図２を用いて説明する。
【００１６】
　（基板）
　基板１０１は、ガラス等の絶縁性の支持基板上に不図示の駆動回路を設けたものである
。駆動回路には、多結晶シリコン（以下ｐ－Ｓｉ）、或いは非晶質シリコン（以下ａ－Ｓ
ｉ）等からなるＴＦＴを備えるアクティブマトリクス回路を好適に用いることができる。
駆動回路上には、窒化珪素や酸化珪素などからなる無機絶縁膜が設けられている。駆動回
路の形成方法には公知の方法を採用することができる。
【００１７】
　（平坦化膜）
　駆動回路の表面には、基板表面の凹凸を平坦化するための平坦化膜１０２が設けられて
おり、平坦化膜１０２には、第１電極１０３と駆動回路との電気的接続をとるためのコン
タクトホールが設けられている。平坦化膜１０２は、スピンコーター等で塗布したアクリ
ル樹脂、ポリイミド樹脂等の樹脂材料を、加熱等により硬化して形成される。また、コン
タクトホールはフォトリソを用いて形成される。コンタクトホールを形成する際、同時に
表示領域を取り囲むひと続きの領域においても樹脂材料を除去しておく。この領域が後に
領域Ｓとなる。
【００１８】
　（第１電極形）
　平坦化膜１０２上には、表示素子ごとに分割された第１電極１０３が設けられ、それぞ
れの第１電極１０３は、コンタクトホールを介して駆動回路に電気的に接続されている。
第１電極１０３には、Ａｌ、Ａｇ、Ａｕ、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、インジウム亜
鉛酸化物（ＩｎＺｎＯ）、亜鉛酸化物（ＺｎＯ）からなる膜やそれらを積層した膜など、
有機ＥＬ素子の電極として公知の材料を用いることができる。これらの膜は、スパッタリ
ング法、蒸着法など公知の成膜法によって形成することができる。
【００１９】
　（素子分離膜）
　平坦化膜１０２及び第１電極１０３上には、第１電極１０３の周囲を覆うように素子分
離膜１０４が設けられる。素子分離膜１０４は、有機ＥＬ素子の発光領域を区画すると共
に、その上に形成される有機化合物層１０５が第１電極１０３の膜厚による段差部で途切
れないようにするためのものである。有機化合物層１０５が途切れてしまうと、その部分
で第１電極１０３と第２電極１０６とが短絡し、非発光領域が生じてしまうからである。
素子分離膜１０４には、アクリル樹脂やポリイミド樹脂、窒化膜や酸化膜など、樹脂材料
および無機材料の中から絶縁材料が選択して用いられる。
【００２０】
　素子分離膜１０４は、例えば樹脂材料を基板全体に形成した後、フォトリソにてパター
ニングして形成することができる。パターニングの際、表示領域外の平坦化膜１０２を除
去した領域内の樹脂材料も同時に除去しておく。パターニングした後は、アニールして平
坦化膜１０２や素子分離膜１０４に含まれる水分を充分に脱水しておく。
【００２１】
　（有機化合物層）
　第１電極１０３上には、発光層を含む有機化合物層１０５が形成される。有機化合物層
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１０５は発光層の他にホール注入層、ホール輸送層、電子注入層、電子輸送層等の機能層
を含んでいても良い。有機化合物層１０５の各層は、公知の材料を用いて、蒸着法、レー
ザー転写法、インクジェットを用いた塗布法などで形成することができる。蒸着法におい
て、領域ごとに有機化合物層１０５の膜厚や材料を変えて形成する場合は、成膜領域に対
応した開口を有するマスクを用いると良い。この時、領域Ｓとなる領域をマスクで覆い、
有機化合物層１０５が形成されないようにしておく。有機化合物層１０５を形成した後、
無機保護膜１０８を形成するまでは、露点管理した雰囲気中で各工程を行い、工程中に有
機化合物層に水分が浸入するのを防止する。
【００２２】
　（第２電極）
　有機化合物層１０５の上に第２電極１０６が形成され、一対の電極に挟まれた有機化合
物層１０５を有する有機ＥＬ素子が完成する。第２電極１０６には、第１電極１０３と同
様の材料を用いることができる。ただし、有機ＥＬ素子が発光する光を取り出すため、第
１電極１０３および第２電極１０６の少なくとも一方は、光透過率の高い材料で形成する
必要がある。光取り出し側に形成する電極には、ＩＴＯ、ＩｎＺｎＯ、ＺｎＯ等の酸化物
導電膜やＡｌ、Ａｇ、Ａｕ等の金属薄膜からなる光透過性の導電膜、あるいはそれらを積
層した膜が好適である。
【００２３】
　（枠体および接触防止部）
　本発明の樹脂保護膜１０７は、液状の樹脂材料を印刷して硬化することにより形成され
る。その際、樹脂保護膜１０７を形成する領域を超えて樹脂材料が広がるのを防ぐため、
樹脂保護膜１０７を形成する領域を囲む凸形状の枠体１０９があらかじめ設けられる。１
０９には、液状の樹脂材料を堰き止める高さに形成でき、他のプロセスに影響しない材料
であれば限定なく用いることができるが、有機ＥＬ素子が完成するまでに形成される部材
と同じ材料を用いるのが好ましい。例えば、素子分離膜１０４のパターニングの際に用い
るフォトマスクに枠体１０９のパターンを加えておくだけで、素子分離膜１０４の形成と
同時に枠体１０９を形成することができ、工程も材料コストも増加しないため好ましい。
【００２４】
　さらに、印刷版１１１と枠体１０９とが接触して印刷版１１１から枠体１０９に異物が
転写されるのを防ぐため、表示領域に対して枠体１０９より外側の領域には、枠体１０９
よりも高い接触防止部１１０が形成される。一般的に、１μｍ以下の異物を洗浄によって
完全に取り除くことは困難である。そこで、洗浄しても印刷版１１１に残りやすい異物の
サイズを考慮して、枠体１０９と接触防止部１１０との高さの差を１μｍ以上設けておけ
ば、印刷版１１１から枠体１０９への異物の転写を防止することができる。さらに、前述
したように、水分の浸入を防止するため、接触防止部１１０は領域Ｓを挟んで枠体１０９
とは離間して設けられるが、領域Ｓの幅すなわち枠体１０９と接触防止部１１０との間の
距離は、１０～１００μｍの距離が好適である。接触防止部１１０は、枠体１０９と印刷
版１１０との接触が防止できるのであれば、断続的に設けられていても良い。
【００２５】
　接触防止部１１０には、枠体１０９よりも高く形成でき、他のプロセスに影響を与えな
い材料であれば限定なく用いることができるが、有機ＥＬ素子が完成するまでに形成され
る部材と同じ材料を用いると、コストの増加がなく特に好ましい。例えば、素子分離膜１
０４のパターニングに用いるフォトマスクに、枠体１０９と接触防止部１１０のパターン
を加えておき、平坦化膜１０２のパターニングに用いるフォトマスクには接触防止部１１
０のパターンだけを加えておく。すると、図２（ａ）の様に、枠体１０９は、素子分離膜
１０４の材料で形成され、接触防止部１１０は、素子分離膜１０４の材料と平坦化膜１０
２の材料との積層膜で形成されるため、接触防止部１１０を枠体１０９よりも平坦化膜の
膜厚分だけ高くすることができる。接触防止部１１０と枠体１０９を構成する部材には、
電極や駆動回路を構成する部材など、他にも複数の部材を組み合わせて用いることもでき
る。
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【００２６】
　（保護膜）
　第２電極１０６上には、表示領域を覆うように樹脂保護膜１０７と無機保護膜１０８が
形成される。樹脂保護膜１０６は、表示領域に設けられる部材や異物等による表面の凹凸
を平坦化するために形成されるので、樹脂保護膜１０６自体の表面も、凹凸が小さく滑ら
かであることが望ましい。そこで、樹脂保護膜１０６には、液状で印刷ができ、その後硬
化することのできる材料が好適に用いられる。具体的には、ポリオレフィン系樹脂、ポリ
エーテル樹脂、エポキシ系樹脂、アクリル樹脂、シリコーン樹脂等が挙げられる。
【００２７】
　図２（ｂ）に示したように、樹脂保護膜１０７は、有機ＥＬ素子が形成された表示領域
を覆い、かつ、枠体１０９に囲まれた領域内に形成されるように、印刷版１１１を用いて
印刷法で形成される。印刷版１１１は、版枠と、版枠に固定され印刷する領域に対応した
開口部を有するシートと、から構成されている。印刷版１１１のシートの開口部にはメッ
シュ構造が設けられていても良いし、メッシュ構造がなくても良い。樹脂保護膜１０７と
なる樹脂材料は、印刷の後に塗れ広がるが、枠体１０９によって堰きとめられ枠体１０９
より外側へは広がらない。印刷された樹脂材料は、加熱、或いはＵＶ照射により硬化され
、樹脂保護膜１０７となる。
【００２８】
　前述したように、樹脂材料は枠体１０９で囲まれた領域の内側に印刷するため、前記印
刷版１１１に設けられる開口部は枠体よりも小さい。そのため、従来のように接触防止部
１１０が基板に設けられていない場合、印刷する際にスキージ等によって印刷版１１１が
基板側に押し付けられると、印刷版１１１の非開口部が枠体１０９に接触し、印刷版１１
１から枠体１０９への異物の転写が生じる。しかし本発明では、枠体１０９よりも高い接
触防止部１１０が枠体１０９の周囲に形成されているため、図２（ｃ）のように、印刷版
１１１の非開口部は接触防止部１１０に接触する。その結果、印刷版１１１の非開口部と
枠体１０９とは接触することがなく、印刷版１１１から枠体１０９に異物が転写されるこ
ともない。
【００２９】
　続いて、図２（ｄ）のように、樹脂保護膜までが形成された基板全体を覆うように、無
機保護膜１０８が形成される。その結果、樹脂保護膜１０７の表面および枠体１０９の表
面が連続した無機保護膜１０８で覆われ、領域Ｓで無機材料と無機保護膜１０８とが接触
することにより、外部から有機ＥＬ素子への水分の浸入経路が遮断される。樹脂保護膜１
０７の表面は滑らかで平坦であり、枠体１０９には印刷版からの異物の付着もないため、
０．５～３μｍの膜厚の無機保護膜１０８で水分の浸入を防ぐことができる。無機保護膜
１０８には、プラズマＣＶＤ法、スパッタリング法等の真空成膜法を用いて形成される窒
化珪素、酸化珪素、その混合物などの水分透過率の低い無機材料が用いられる。
【００３０】
　なお、樹脂保護膜１０７形成前に、第二電極１０６上に０．１～１μｍの膜厚の機械的
強度の強い無機下地膜を形成しておくのも好ましい。無機下地膜を形成しておけば、樹脂
保護膜１０７が硬化する際の硬化収縮や硬化後の膜応力が下側に積層した層に伝わらない
ため、膜剥がれを防止することができる。さらに無機下地膜を設けない場合に比べて許容
できる樹脂保護膜材料の硬化収縮率や膜応力の幅が広がり、使用できる樹脂材料の種類を
増やすことができる。無機下地膜には、酸化アルミニウム、窒化珪素、酸化珪素等を用い
ることができる。
【実施例１】
【００３１】
　図１は本実施例にかかる有機ＥＬ表示装置の断面図、図２は本実施例の有機ＥＬ装置の
製造方法を示す断面図である。
【００３２】
　まず、図２（ａ）に示すように、不図示の駆動回路が形成された基板１０１上に、平坦
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化膜１０２、第１電極１０３、素子分離膜１０４、有機化合物層１０５、第二電極１０６
、位置決め部材１０９、接触防止部１１０を形成した。
【００３３】
　まず、縦１００ｍｍ、横１００ｍｍ、厚さ０．５ｍｍのガラスからなる支持基板の上に
、ｐ－ＳｉからなるＴＦＴを備える駆動回路を形成した。駆動回路が形成された基板１０
１の上にフォトレジタイプの紫外線硬化性アクリル樹脂をスピンコーターを用いて塗布し
、平坦化膜１０２、及び接触防止部１１０に対応する部分の樹脂を残すパターンを有する
フォトマスクを載せて、１８００ｍＷの照度で露光した。現像液で現像した後、２００℃
でポストベークすることによって、基板１０１には膜厚２μｍのアクリル樹脂からなる接
触防止部１１０の一部と平坦化膜１０４が形成された。
【００３４】
　次に、スパッタリング法を用いて、膜厚１００ｎｍのＡｌと膜厚５０ｎｍのＩｎＺｎＯ
の積層膜を形成した。その後、フォトリソグラフィにて有機ＥＬ素子毎にパターニングし
、第１電極１０３とした。第１電極１０３はコンタクトホールを介して駆動回路と電気的
に接続された。
【００３５】
　続いて、スピンコーターでポリイミド樹脂を厚さ１．５μｍに塗布した後、素子分離膜
１０４、枠体１０９、及び接触防止部１１０に対応する部分の樹脂を残すパターンを有す
るフォトマスクを載せ、１８００ｍＷの照度で露光した。その後、現像液で現像してから
２００℃でポストベークすると、膜厚１．５μｍのポリイミド樹脂からなる接触防止部１
１０の一部、枠体１０９、および素子分離膜１０４が形成された。以上の工程により、接
触防止部１１０は、平坦化膜１０２材料と素子分離膜１０４材料との積層膜によって形成
され、膜厚は３．５μｍとなった。なお、枠体１０９は、素子分離膜１０４の端部から２
００μｍの間隔をおいて幅２０μｍで形成し、接触防止部１１０は、枠体１０９の端部か
ら１００μｍの間隔をおいて幅５０μｍで形成した。この接触防止部１１０と枠体１０９
との１００μｍの間隔が、領域Ｓに該当する。
【００３６】
　素子分離膜１０４までが形成された基板を、圧力１０－２Ｐａ、温度１５０℃の雰囲気
下で１０分加熱して脱水した後、第１電極１０３上に有機化合物層１０５を形成した。有
機化合物層１０５には、公知の有機材料からなるホール輸送層、発光層、電子輸送層、電
子注入層を、抵抗加熱蒸着法を用いて順次積層した。この時、有機化合物層１０５が領域
Ｓに形成されないよう、マスクしておいた。引き続いて、有機化合物層１０５の上に、第
２電極１０６として、スパッタリング法により膜厚１５ｎｍのＡｇの膜を形成した。
【００３７】
　次に、図２（ｂ）に示すように、印刷版１１１の開口部が枠体１０９で囲まれた領域内
に収まるように、印刷版１１１と基板１０１の位置をアライメントした。その後、露点温
度６０℃の窒素雰囲気下で、図２（ｃ）に示すように粘度２０００ｍＰａ・ｓの熱硬化性
のエポキシ樹脂を基板１０１上に印刷した。印刷後、エポキシ樹脂は枠体１０９と接する
まで広がった。続いて、真空環境下に基板１０１を移送して、１００℃で１５分間加熱し
て硬化させ、膜厚２０μｍの樹脂保護膜１０７が得られた。
【００３８】
　最後に、図２（ｄ）に示すように、窒化珪素からなる無機保護膜１０８を、ＳｉＨ４ガ
ス、Ｎ２ガス、Ｈ２ガスを用いたプラズマＣＶＤ法で成膜した。無機保護膜１０８の膜厚
は１μｍとし、基板１０１の樹脂保護膜１０７までが形成された側の面全体を覆うように
形成した。
【００３９】
　以上のようにして作製した有機ＥＬ表示装置にダークスポット（非発光領域）がないの
を確認した後、有機ＥＬ表示装置を温度６０℃、湿度９０％の環境下に保存する試験を行
った。１０００時間の保存後も、ダークスポットは発生しなかった。
【００４０】
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　〈比較例〉
　接触防止部１１０を設けなかった点を除いて実施例１と同様にして有機ＥＬ表示装置を
作製し、温度６０℃、湿度９０％の環境下に１０００時間保存する試験を行った。試験の
結果、約１０ヶ所でダークスポットが確認された。光学顕微鏡観察の結果、ダークスポッ
トの起点の大部分は樹脂保護膜１０７の端部にあり、樹脂保護膜１０７の端部には印刷版
１１１から転写されたと思われる多数の異物が観察された。
【符号の説明】
【００４１】
　１０１　基板
　１０２　平坦化膜
　１０３　第１電極
　１０４　素子分離膜、
　１０５　有機化合物層
　１０６　第２電極
　１０７　樹脂保護膜、
　１０８　無機保護膜
　１０９　枠体
　１１０　接触防止部
　１１１　印刷版

【図１】 【図２】
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